JEKJIAPALISA ITPO BIAITIOBIAHICTD
1. Mozens anaparypu/supi6 (Homep BUpoOy, THIT, HOMep NnapTii uu cepiliHuit Homep)

U VCC88**##* /%% (* = (0-9, A-Z, ab0 MyCTO - MAPKETHUHIOBi 103HAYEHHA).

2. HalimeHyBaHHs Ta anpeca BUpoOHHKa a00 HOro ynosHnosascenozo npedcmasHuKa:

ToBapucTBO 3 06MexeHO0I0 BitnoBinanbuicTio «Camcynr Enekrponike Ykpaina Komnani»,
ByJ1. JIbBa Tosicroro, 6ya. 57, 01032, m. KniB, Ykpaina.

3. Lls mexnapatnist BunaHa nio gionogeidansricms 6UpoOHUKA.

4. O6’ext gexnapanii (imenTudikaiuis anapatypu, sika 1a€ 3MOry 3a0e3neduTH ii IPOCTEXYBAaHICTh; MOXCE BKIIOYATH KOJNLOPOBE YiTKE
300paskeHHs y pasi noTpebu aist ineHTu(ikaLii 3a3Ha4eHoT anapaTypH):

nujaococH, ToproeesbHoi Mapku “SAMSUNG”.

5. O6’exT mekaparii BiIIIOBi1a€ BUMOTaM BiIIIOBITHUX TEXHIYHHUX PErIaMeHTIB:

- TexHi4HOro perjiaMeHTy HH3bKOBOJIbTHOIO eIeKTPHYHOI0 00J1aHAHHS,
sameepoxncenozo ITocmanosoro Kabinemy Minicmpie Ykpainu 6io 16 2pyons 2015 p. N 1067;

- TexHiYHOro perjiaMeHTy 3 eJIeKTpoMarHiTHol cymicHocTi 06J1afHAHAS,
sameepoxcenozo Ilocmanosoro Kabinemy Minicmpie Ykpainu 6io 16 epyona 2015 p. N 1077.

6. ITocunanHs Ha BiAMOBIAHI CTAHIAAPTH, BKIIOYEHI J0 MEpeNiKy HalliOHAIBHUX CTaHAAPTIB, 10 Oynn
3acTocoBaHi (i3 3a3HaYEHHIM JIaT BUIAHHS CTAaHIAPTiB), a00 MOCHJIAHHS Ha iHIII TeXHiuHI crenudikarii
(i3 3a3HaYEHHAM JaT BUAAHHS crienudikaliii), CTOCOBHO SKUX JEKIapy€eThCs BiANOBIAHICTS:

® 3 eleKMPOMASHIMHOL CYMICHOCI.!

JCTY EN 55014-1:2016 (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A2:2011, IDT);
JCTY EN 55014-2:2015 (EN 55014-2:1997, IDT);
JCTY EN 61000-3-2:2016 (EN 61000-3-2:2014, IDT);
JACTY EN 61000-3-3:2015 (EN 61000-3-3:2008, IDT);

e 3 enekmpobesnexis:
JICTY EN 60335-2-2:2014 (EN 60335-2-2:2010 + EN 60335-2-2:2010/A11:2012 + EN 60335-2-
2:2010/A1:2013, IDT).

7.V pasi 3aiydeHHs Opraty 3 OliHKM BiIMOBIAHOCTI: IPU3HAYECHUI OPraH 3 ONiHKH BilNOBiAHOCTI

0OB TOB «OPTAH CEPTU®IKAIII «IIEHTP CEPTU®IKALII MATEPIAJIIB TA BUPOBIB»
Ne UA.TR.032

(naiiMeHyBaHHs, ineHTH(]iKaifiHKUi HOMED 3TiZAHO 3 PEECTPOM NPU3HAYEHUX OPraHiB)

BUKOHAB 000p0GINIbHY OUIHKY 8i0n08IOHOCH

(omuc BUKOHAHMX PoOiT)

a Bunas ceprudikar Ne UA.032.CC.0544-18 Bin 19.11.2018 p.

8. JlonatkoBa iHdopMaLis: MpoayKiis BUrOTOBIsEThCs cepiiiHo xommanieto “SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.”,
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, IliBnenna Kopes; na nignpuemctax: «SAMSUNG
ELECTRONICS VIETNAM CO., LTD.», Yen Phong 1 Industrial Zone, Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac
Ninh Province, B’etHam; «SAMSUNG ELECTRONICS HCMC CE Complex Co., LTD.», Lot I-11, D2 Road, Tang
Nhon Phu B Ward, Saigon Hi-Tech Park, District 9, Ho Chi Minh City, B’eTHam.

3acmocoeana eupobnukom npoyedypa ouinku 6i0NOGIOHOCHI — BHYMPIMUHIT KOHMPOb 6UPOOHUKMEA
3 000poGINbHUM 3aNyYeHHAM NPpU3Haueno02o Op2any 3 OUiHKU 8i0n0giOHOCMI.

IlignucaHo Bix iMeHi Ta 3a nopy4eHHsM: komnanii “Samsung Electronics Co., Ltd.” (IliBgenna Kopesi),
ynosHoBaxkeHHM npeacraBuukom - TOB «Camceyur EnekTpoHike Ykpaina Komnani» (Ykpaina).

m. KuiB, ¥Ykpaina

(Micue Ta nata BUzayi)

Jlim Conr JkiH - @iHaHCOBUIi JHPEKTOP
TOB «CamcyHr EnexkTpoHnike chpama Komnani» i
(npi3Buie, iM’si Ta 1o 6aThKOBI, HAlIMEHYBaHHs noca;ﬂa)1
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* BinnosiguicTs npoaykuii HawioHabHUM cTaHiapTaM miarsepmikeHa OpraHoM 3 OLHKH BiIMOBiQHOCTI
TOB «OC «LICMB»

peecTpauiiHuii HoMep ce /sz'pixafra BiMOBIAHOCTI

UA.032.CC. 054,%/2 g 1471, a’L()/?c

CnpaBa Ne ‘5-6,5// I 6497 25,70, A0 /

i .

- BaatdHa abnik i
! y OOB TOB «OC «LICMB»» f
{ UA.032.D. 2028 FA —/F
: nata 2L, 17 ALCAP

* «Y pasi akwo cy6’exmom 20CN00APIOGANHA HAOAHO BUCHOBKU eKCNEPMU3U, NPOMOKOAU eunpobysans npoolyxuir,
cepmudpikamu 6ionosionocmi ado inwi doxymenmu npo 6ionoeionicme, eudani 3a pesynsmamamu 006posinbHol oyinku
6ionogionocmi axkpedumosanumu opzanamu 3 owinku 6i0nogionocmi, opzanu PUHK08020 HA2NADY HANEHCHUM HUHOM

ypaxosyioms i Ookymenmu npu nposedenni nepegipox xapakmepucmux npooykyii.»
Yacmuna 13 cmammi 23 3axony Yipainu «IIpo depacasnuii PUHKOBUIT HA2A) | KOHMPONb Hexapuo6oi NPoOYKyii»
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